
“中国芯谷”建设规划方案
(征求意见稿)

前言
半导体是中国制造的重要基础和核心支撑，是引领新一轮科技革命和产业变革的关键力量，是事关信息安全、经济安全、国家安全的基础性、关键性、战略性产业。发展半导体产业是钱塘区实施数字经济创新提质“一号发展工程”、践行五大生态圈建设、实现数实融合高质量发展的重要抓手。“中国芯谷”以半导体产业为主导方向，发挥集成电路产业基础优势，深化科创资源高效配置，依托钱塘芯谷管理办公室，推动产业实践多级互动、区域协同，培育建设创新、协调、体系、高价值的半导体智能制造集聚高地。
建设“中国芯谷”，旨在符合新质生产力发展要求，加强集成电路、人工智能、网络通信等战略性产业关键核心技术攻关，积极打造从半导体专用制造装备、半导体材料、芯片设计、晶圆制造、封装测试到最终产品应用全环节全产业链生态，为高水平打造世界级智能制造产业集群提供强力支撑。
为进一步扩大钱塘半导体产业的国际知名度，深入落实“中国芯谷”建设。根据省市有关文件精神，编制《“中国芯谷”建设规划方案》。
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[bookmark: _Toc488779070][bookmark: _Toc1061037579]（一）产业现状
集成电路作为现代信息产业的基础和核心，引领新一轮科技革命和产业变革的关键力量，将是我国发展新质生产力的重要抓手，生成和发展新质生产力的主阵地。据中国半导体行业协会初步统计，2023年中国集成电路产业销售额12276.9亿元，同比增长2.3%，2017-2023年复合增长率达12.42%。
长三角是我国集成电路产业最扎实、产业链最完整、技术最先进、人才最集中、资金最密集的区域，产业规模约占全国的1/2，集中了全国56%的芯片制造生产线，构建了集 EDA及IP、核心产品设计、先进制造、装备材料、高端封测服务为一体的集成电路全产业链。长三角各省在集成电路产业链全部环节均有布局，但各有所长。上海市在芯片设计和制造领域全国领先，设计业销售收入全国第一，制造业汇聚中芯国际、华虹集团两大国内代工龙头；江苏省在封装测试领域优势显著，封测业产业规模超过全国50%，居于首位；浙江省在支撑业（材料业和设备业）方面表现突出，产业规模在长三角地区占比约为45.56%，位居长三角之首。
据浙江省半导体行业协会数据，2023年全省集成电路企业注册量达8435家，同比增长26.2%，其中规上企业859家，同比增长6.31%。全省集成电路产业链（设计、制造、封测、材料、工艺装备）实现销售收入2390.4亿元，同比增长16.91%，其中核心产业（设计、制造、封测三大业）销售收入首次突破1000亿元，达1200.82亿元，同比增长31.45%。核心产业占产业链比重首次突破50%，达50.24%。浙江相继出台《新时期促进浙江省集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》(浙政办发(2022)54号)、《浙江省软件与集成电路企业享受税收优惠资格核查管理办法》等产业政策，对集成电路企业在研发应用、人才吸收、平台创新、企业培育、项目投融资、产业链供应等各方面给予多方位支持。
2023年，杭州的集成电路产业销售收入达932.55亿元，占全省的39.01%。特别是集成电路设计业涵盖了高端IP、微处理器、存储器、电源管理等主流产品，全省80%以上的设计企业和90%以上的设计业务集中在杭州，拥有260多家重点企业，产业规模位列全国第四，形成国内领先的“芯片—软件—整机—系统—信息服务”产业生态体系。杭州的特殊工艺制造和设计制造一体化（IDM模式）在全国具有较强的优势与综合竞争力，建有士兰微8-12英寸扩产项目、富芯半导体模拟芯片IDM项目（12英寸）、驰拓科技新型存储器等多条先进工艺产线，奠定了杭州在全省晶圆制造领域的龙头地位。
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浙江省大力发展集成电路产业，引进培育一批优质企业，布局一批重大项目，形成以集成电路设计和特色工艺制造为引领，封装测试和装备材料为支撑的产业体系，集成电路设计业规模和模拟芯片、功率器件等特色工艺制造生产能力国内领先，成为国家集成电路生产力布局的重点区域之一。
杭州市高度重视集成电路产业的高质量发展，聚力“模拟芯片第一城”，建设具有全球竞争力的模拟芯片和功率器件制造高地；提升高端芯片设计与EDA工具开发能力，建设全国高端芯片设计高地；聚焦关键材料及设备，建设全国重要的半导体材料产业基地和集成电路设备及零部件基地。
钱塘区作为浙江省首批高能级战略平台，正致力于打造世界级智能制造产业集群、长三角地区产城融合发展示范区、全省标志性战略性改革开放大平台、杭州湾数字经济与高端制造融合创新发展引领区。钱塘区锚定省、市两级集成电路产业高质量发展的行动目标，积极践行杭州市“两高地、两基地”的产业发展定位，着力强链补链，推动产业链高质量发展。
1. 区位优势明显。钱塘区位于杭州城市北接上海、东接宁波、南接绍兴及台州的重要枢纽地区，具有“通沪、达甬、联嘉绍”的显要区位特征，海陆空交通便利，产业人口流动顺畅，高层次人才明显集聚，是杭州市主动融入长三角一体化国家发展战略，在深化产业一体化上接轨上海、融入长三角的“桥头堡”。钱塘的集成电路产业对周边的“嘉兴海宁泛半导体产业平台、嘉兴南湖微电子产业平台、绍兴集成电路产业平台、宁波北仑集成电路产业平台、衢州高端电子材料产业平台、丽水特色半导体产业平台”六大半导体万亩千亿产业平台产生辐射、枢纽作用。
2. 产业基础雄厚。钱塘区是杭州市发展集成电路产业的重点区块，钱塘芯谷作为升级重点平台被列入《浙江省集成电路产业“十四五”规划》，并成功入选首批市级“一园一主业”特色产业平台创建名单。“芯智造”产业链连续两年获评浙江省产业链“链长制”优秀示范单位榜首，并入选科技部国家级创新型产业集群，钱塘“芯智造”联盟被选为浙江省集成电路产业技术联盟副理事长单位。
3.产业链路完整。2023年钱塘区半导体上下游产业总营收761.47亿元，同比增长13.3%。集成电路产业领域（设计、制造、封装、材料、装备及零部件）规上企业32家，总营收133.5亿元，同比增长3.24%，其中核心产业81.54亿元，占产业链比重达61.07%。构建了“芯片设计—基础材料—集成电路制造—规模化应用”的完整链路，发展了耗材、工艺装备、分立器件、应用模组等上下游产业，初步形成了以晶圆制造为龙头的链式产业集群。
在芯片设计环节，代表企业晋旗电子专注于雷管电子芯片的设计与研发，中金资本、浑墣资本给予了千万级投资，2023年营收突破1亿元；必博完成3亿元Pre-A轮融资，其支持5G RedCap的全功能多模终端芯片U560在国内率先采用12nm射频FinFET先进工艺，2023年入选杭州市准独角兽企业。
集成电路制造环节，2023年实现营收54.91亿元，占全省比例达24.25%，是国内唯一具备5英寸-12英寸晶圆制造能力的区县，拥有量产线7条，即士兰集成5英寸和6英寸线、士兰集昕8英寸线和12英寸线、立昂东芯化合物半导体线、立昂微6英寸肖特基二极管和功率器件线（浙江省共28条晶圆制造量产线，杭州市11条），其中，士兰集成在6英寸及以下晶圆制造企业中产能规模居全球第2；士兰集昕实现12英寸月产1万片产能；立昂东芯产品进入低轨卫星终端客户并成为国内首家量产二维可寻址激光雷达VCSEL制造厂商。此外，宝鼎6英寸和基石12英寸高端晶圆制造线预计今年通线，宝鼎二期即将上报国家发改委窗口指导，有望再增8英寸集成电路制造生产线。
封装测试环节，代表企业道铭微主要从事光伏功率器件系统模块、车规功率系统模块、射频系统模块、光电系统模块的系统级、晶圆级先进封装业务，具备年产60亿颗芯片封装测试模块产品的能力。立昂东芯专门从事砷化镓、氮化镓微波射频集成电路芯片的生产和封装，产品广泛应用于4G、5G无线通信和人工智能领域。
半导体材料环节，代表企业中欣晶圆是国内规模最大、技术最成熟的半导体大硅片生产企业，具备年产240万片8英寸、480万片12英寸半导体硅片的生产能力，并突破了12英寸超膜厚外延片技术，已成功送样FRD应用，有望成为全球第六大硅片供应商。格林达TMAH显影液已达到SEMIG4级（最高G5），年产能最高达9万吨，目前正在开展大规模集成电路用图形化显影液产品研发及产业化应用验证。
装备及零部件环节，代表企业大和江东新材料主营的氧化铝、氮化铝、炭化硅等特种精密陶瓷产品占据了国内60%以上和国际40%以上的市场份额，在半导体精密陶瓷领域进入全球前三位。泓芯微半导体主营刻蚀、外延及扩散等半导体设备使用的高纯石英部件，产业规模在国内细分赛道中排名第二。此外，近两年接连布局幄肯新材料、库睿斯、浙硅、星原驰等项目，该领域有望成长为钱塘区集成电路产业发展的重要增长极。
4.重点领域突出。钱塘区集成电路产品主要应用在通用材料及设备、功率器件、光电子器件、数字和传感器等领域，2024年上半年占比分别为34.58%、32.99%、12.72%、12.52%和5.93%。其中，受到消费电子复苏影响，通用材料及设备（29.51%）、光电子器件（22.03%）、数字（37.95%）领域增速较快。在功率器件领域，我区拥有6家规上企业，2023年实现营收50.93亿元，占全省比重超30%（浙江省2023年分立器件业营收176.3亿元，主要包含光电子、功率器件两个领域），具有突出的规模优势。士兰微是全球前十位的功率器件企业，其高压超结MOS管、高密度低压沟槽栅MOS管、大功率IGBT等高附加值产品均实现快速增长；立昂微完成光伏用沟槽肖特基产品正向导通压降温度特性改善等新产品开发，产品线涵盖6英寸SBD、FRD、MOSFET、TVS、IGBT等。
5.科创资源丰沛。浙江省内最大的高教园区，拥有省、部级重点学科109个，国家、省部级重点实验室66个，其中集成电路领域拥有8个，每年培养集成电路核心专业毕业生1987人，占全省主要高校的43.19%。目前，在集成电路领域，钱塘建有杭州中科先进技术研究院共建科研平台，并拥有士兰明芯、士兰集成、立昂微、大和江东4个省级企业研究院和研发中心，累计培育省级专精特新中小企业26家，国家级专精特新“小巨人”7家。
6.人才集聚迅猛。2022年、2023年半导体企业E类及以上认定数（含备案）分别为153名、311名，呈快速增长态势。近两年入选集成电路领域的各级领军人才18人，其中，国家级3人，省级8人，市级7人。认定市级B类人才4名、C类人才10名、D类人才9名、E类人才108名，人才虹吸作用进一步彰显。同时，出台《钱塘区半导体产业人才评价实施细则（试行）》（钱塘区委人办〔2023〕6号），进一步扩大对特色人才的吸引力。
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全球社会分工的具化加速了全球数字化进程，同时加剧了供应链领域的安全化倾向，使得全球主要大国在集成电路制造与应用领域展开了一场安全竞赛。经济与政治交互影响，世界百年未有之大变局加速演进，对于我国集成电路产业的发展既是机遇也是挑战。与机遇相比，钱塘区发展集成电路制造与应用产业面临的挑战更加严峻，如对标世界级先进制造业集群指标体系及合肥“中国声谷”、武汉“中国光谷”等产业地标的影响力，“中国芯谷”建设仍有较大提升空间，主要表现在：
核心产业规模偏小。从产业规模看，钱塘区集成电路制造与应用产业集群目前总体上还规模偏小，其中集成电路部分仅占整个半导体产业规模的20.7%，和滨江、绍兴等省级特色产业集群核心区相比仍有一定差距。从产业结构看，晶圆制造与半导体材料两大领域产值占比超50%，处于产业链、价值链上游的芯片设计领域和产值、税收体现较多的下游封装测试领域的规模偏小。从龙头企业看，目前区内缺乏类似中芯绍兴、富芯半导体等起到对整个产业链起到翘首引领作用的链主型企业。积海、宝鼎两个重点项目仍在建设期，距离呈现体量优势仍需一定时间。
创新平台不足。集成电路制造企业，如士兰微电子和立昂微电子等，一方面大都以IDM模式为主，吸纳芯片设计企业的平台化作用有限，另外因以6-8英寸成熟制程为主，所以对高端半导体材料、先进工艺设备、高层次人才引培等的创新需求难以发挥验证配合作用。与兄弟城区比较，滨江区建有杭州国家“芯火”双创基地与杭州市集成电路测试公共服务中心，为芯片设计公司提供流片通道与部分测试服务。萧山区与省、市政府以及浙江大学共同建设了12英寸CMOS集成电路设计与制造成套工艺技术公共创新平台。目前，钱塘区在中试线、可靠性验证、测试服务、人才培养等公共服务创新平台的建设上还比较薄弱，在一定程度上影响了集群化创新能力的发挥。
产业联动不够。集成电路制造与应用产业集群内企业间的联系还不够紧密，与相关产业的联动也不足。如钱塘区已拥有长安福特、吉利、广汽传祺等整车企业，但车用芯片研发生产涉及的与下游车企合作进行芯片验证和迭代就还不够顺畅，“车芯联动”“芯机联动”态势尚不明确。
环保容量受限。集成电路制造、封装等环节均涉及污水处理、电镀等，环保要求的制约是影响集成电路产业发展的重要因素，钱塘尤其是江东片区污水系统依托原萧山污水公司“一镇一泵站一干管”的污水干管系统进行排放，市政管网的污水处理能力存在明显的短板。如何在集群建设过程中，从集群整体布局着眼，统筹好产业发展和区域环保问题，也是钱塘区建设半导体产业集群的重要挑战。
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以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧抓国内外集成电路竞争格局重大调整的历史性机遇，瞄准全球集成电路技术发展融合创新和产业生态变革创新趋势，锚定钱塘区打造世界级智能制造产业集群的目标，全力推进数字经济创新提质“一号发展工程”，按照杭州市“五大产业生态圈”建设要求，围绕半导体关键材料与设备先进化、集成电路制造集成化、终端应用智能化的“三化”提升，实施半导体“强芯”计划，推动产业链下游应用领域不断拓展，以标志性项目引进、领军型企业培育、创新资源要素集聚、产业配套完善为突破口，构建“创新链、产业链、供应链、数据链、金融链、服务链、人才链、配套链”八链融合的产业生态和新质生产力，逐步建成具有广泛知名度、影响力的“中国芯谷”，为我国建设自主可控、安全稳定的集成电路产业链、供应链提供钱塘支撑。
[bookmark: _Toc163469607][bookmark: _Toc1163390119][bookmark: _Toc164776052][bookmark: _Toc91544037]（二）战略定位
1.杭州市“芯”智造产业核心基地。依托钱塘在高端制造业领域的产业基础，发挥杭州市芯片设计领域的优势，推动钱塘半导体芯片制造成为杭州市“芯”智造产业核心基地。通过汽车电子、消费电器、智能家居办公、工业智造等消费场景的打造，积极开发生产具有万物互联、自动监测、联网通信等功能的新一代智能终端及穿戴产品，打造杭州本地芯片应用先行示范地和智能终端产品制造核心区。
2.浙江省集成电路先进制造高地。聚焦集成电路晶圆制造、关键材料、关键装备等领域，推进积海、士兰微、立昂微、宝鼎等龙头企业的先进生产线建设，带动产业链上下游企业集聚，构建具有较强内部供给能力的产业生态圈，打造浙江省半导体集成电路先进制造的战略高地。
3.全国功率器件制造与技术成果转化高地。瞄准功率半导体发展方向，依托宝鼎乾芯、士兰集昕等功率器件高能级项目，利用智造谷、和达芯谷等专业化园区“筑巢引凤”，构建一流的创新创业生态。瞄准行业龙头企业、产业细分领域人才专家及科研院校成果转化等方向，加快功率芯片硬科技成果的创新转化，引育一批领军型和高成长性企业，打造全国功率器件制造和技术成果转化高地。
[bookmark: _Toc166165607][bookmark: _Toc955613765][bookmark: _Toc884493707]（三）发展目标
钱塘区将立足“千亿级标志性产业生态圈”总目标，大体分为近期、中远期两个阶段推进“中国芯谷”建设，加快集聚形成集成电路与应用创新产业集群，全力打造浙江集成电路产业发展第一极、全国集成电路产业先进制造高地和世界级集成电路智能制造产业集群。
到2027年（产业集聚期），打造形成“中国芯谷”雏形。“芯”产业上下游规模达1000亿元，核心产业规模超200亿元。积极引进芯片设计、晶圆制造、集成电路制造以及配套材料等重大项目，力争项目总投资额超过300亿元，引育一批集成电路行业领军企业，基本建成具有全国知名度的“中国芯谷”雏形。
[bookmark: _Toc163473480]到2030年（快速成长期），打造形成集成电路与应用创新产业集群。“芯”产业上下游规模达1400亿元，核心产业规模超300亿元。瞄准世界500强或全球行业前10强企业、中国500强和行业10强企业，建设与招引标志性项目10个以上，项目总投资额超过500亿元，建成一批高端产业链、价值链标志性项目，形成一批具有核心竞争力的领军型企业群。在全国范围内形成具有影响力的产业集群与产业品牌，打造特色鲜明、亮点纷呈的“中国芯谷”。
[bookmark: _Toc357918262][bookmark: _Toc2714211]三、产业体系
围绕“巩固两个优势、提升三大领域、拓宽多元场景”的发展思路，紧跟新一轮技术革新趋势，聚焦特色产业领域前沿动态，瞄准全球产业链与价值链的高端环节，以功率芯片制造与半导体关键原材料为重点，全面提升芯片设计、核心装备、检测三个领域，并以产业链上下游应用为抓手，推动产业合作，着力拓展“多元”场景，构建形成“中国芯谷”产业体系。
[bookmark: _Toc1324129458][bookmark: _Toc449164937]（一）塑造核心优势，固本强基
1.打造集成电路先进制造高地
立足立昂微、士兰集成等企业功率器件制造优势，全力推动宝鼎乾芯、士兰集昕等项目加快建设，积极招引第三代半导体、光通讯、射频、功率芯片制造项目，进一步完善集成电路成熟制程工艺，持续释放产能。面向CPU、GPU、人工智能芯片、5G等高端芯片的制造，依托积海半导体战略性项目布局面向数字、模拟及数模混合芯片等产品的12英寸晶圆制造产线，重点突破先进制程高端生产工艺，形成高端工艺规模化产能，打造具有全球竞争力的集成电路先进制造高地。
2.发展半导体关键原材料
基质材料：积极推进8英寸、12英寸半导体用硅片生产线产能释放，提升单晶生长、硅片加工、外延片制备、硅片分析检测等量产工艺，实现12英寸半导体硅片的全面国产化。推动宽禁带及超宽禁带半导体衬底材料等新型基质材料制造，碳化硅、氮化镓、锗硅、绝缘体上硅（SOI）等新型外延工艺及材料的产业化。工艺材料：重点发展陶瓷基板材料领域，建设国内规模最大、材料品种最齐全、加工技术最先进、服务能力最完备的特种精密陶瓷零部件加工产业；重点发展高端碳纤维、高纯度石英等重要耗材产业，结合环保容量布局光刻胶、清洗液、抛光液等前道材料，AlN陶瓷覆铜板、电子级硅胶、引线框架、键合金属丝和基板等后道材料，增强产业配套能力。
[bookmark: _Toc194944970][bookmark: _Toc467012731]（二）瞄准蓝海领域，提能升级
1.聚力核心装备国产化攻关
聚焦产业链关键环节，着力发展制造设备、封装设备与检测设备三大重点领域，推动核心装备的自主研发与产业化进程。制造设备：重点突破刻蚀、清洗、沉积、离子注射、CMP和光学检测等核心工艺设备，提升扩散炉、氧化炉等辅助设备的性能。封装设备：布局划片、键合、晶圆减薄、压焊等核心装备，同时优化自动分选、激光打印等辅助设备。检测设备：加强线宽、缺陷、膜厚、断面等物理结构测试设备的研发，提升电子性能测试能力，确保芯片成品的良率与可靠性。支持招引国内半导体技术装备研发项目前来开展技术成果转化，推动半导体设备细分领域加快产业化和规模化发展。
2.推动芯片设计与制造工艺协同
在杭州市“全球高端模拟芯片设计高地”的总框架下，立足晶圆制造、材料等钱塘优势领域，特别是在IDM（设计制造一体化）上领先优势，大力推进高性能模拟芯片、电源管理芯片、射频前端芯片、第三代半导体功率器件等细分领域的芯片设计端和制造端协同发展，与其他地区形成错位优势。
3.提升检测/测试配套能力
依托华测检测、方圆检测、钛和检测等检测测试企业及其所属质量检验检测中心进行RF测试、电工电子测试、高温/老化等可靠性测试，全力保障智能网联汽车、新能源、5G、轨道交通等产业链上下游企业的可靠运营。同时，专注于芯片、模组检验检测认证等业务向仪器仪表、先进封装、设备耗材等多领域服务延伸，不断延拓检测业务范畴。
[bookmark: _Toc1263631626][bookmark: _Toc1899081466]（三）拓宽多元场景，繁荣产业生态
以集成电路技术体系为核心支撑，遵循“技术驱动+应用创新”的双重策略，深化行业应用，拓展应用场景，将半导体与下游模组、整机终端产品有机结合，不断促进信息安全类芯片、高端装备类芯片等关键领域的集成电路企业发展，持续推动半导体产业补链、强链、延链。
新能源汽车。着眼钱塘区现有的吉利、福特（林肯）、传祺（合创）、零跑4家龙头企业，全力促进汽车与集成电路两大行业通力协作，重点突破车载智能网关、通信终端、数据协同处理、信息服务等车载智能终端核心技术，推动车载芯片正从功能集成、板级集成向芯片级集成发展。
消费电子。着眼于九阳、松下、金鱼电器、玳能等终端消费电子企业产品结构升级，实现芯片与整机的联动，重点突破电子元器件、智能控制单元MCU、人机交互模组、电子显示屏等关键器件与设备用芯片。
智能家居及办公。着眼顾家、圣奥、得力等智能家居与办公品牌，做大做强智能应用产品，全面拓展智能生活和办公产业新边界，依托华为、小米、海康威视等国内龙头企业，实现芯片与家居办公的联动，重点发展传感器、控制器、机械器件等设备用芯片。
工控设备。着眼和利时、史陶比尔、新松等自动化机器人生产商，艾美依等先进航空机械装备制造商，深化芯片与工业智能制造的联动，重点发展单片机、控制模组、机械臂和智能设备等。
[bookmark: _Toc1039684970][bookmark: _Toc2111288421]四、空间布局
立足钱塘区的全域布局，打造“一核一街两翼多点”产业空间，以钱塘芯谷产业园区为关键核心，统筹全区半导体产业的协同发展，共同推进“中国芯谷”建设。
[bookmark: _Toc1613744811][bookmark: _Toc1490584698][bookmark: _Toc163473481]（一）“一核”引领
发挥钱塘芯谷在全区集成电路产业发展中的核心引领作用，建设15.6平方公里的产业核心区，打造半导体产业的现代化制造区域。规划形成“三园三区”的区际布局。坚持高起点规划、高标准建设、高水平管理，围绕集成电路全产业链布局要求，构建产业创新体系、服务体系、生态体系，打造千亿级集成电路产业集群，全力构筑“中国芯谷”核心竞争力。
1.三园——三个集成电路产业创新服务园
包括智造谷、和达芯谷、钱塘芯科园。聚力打造集设计研发、项目孵化、科技服务、人才培训、交流展示、技术转化等功能于一体的产业创新服务综合体，建设“和达芯谷”、京东方科技文化园等高能级产业创新服务平台，促进领先科技、先进技术、高端人才、创新成果、产业基金等创新要素高效集聚，为集成电路产业发展提供创新资源和公共资源支撑。重点建有智造谷、和达芯谷等重点产业载体，计划到2025年，在钱塘芯谷内形成近140 万平米的专业化载体，形成连片发展集群效应。
2.三区——三个集成电路高端制造产业区
包括重大项目承载区、高端器件制造区、智能芯片应用区。围绕集成电路芯片、关键器件及智能终端产品的制造、封装、测试、应用等重点生产制造领域打造产业化基地，全力引进和培育技术水平先进、综合竞争力强、带动作用明显的标志性产业项目和补链、强链、优链的优质产业项目，促进要素集中、资源整合、能效提升，形成集成电路产业集群发展的主导空间。
（二）“一街”串联
以下沙片区21号大街为轴，北起6号大街、南至20号大街，北部新加坡科技园、海创园、和达孵化器重点引育集成电路设计、软件开发、检验检测等生产性服务业；沿街布局有士兰集成、士兰集昕、立昂微等大型集成电路制造企业；串联起三花工业园、九阳工业园、怡得乐电子和西门子等下游元器件模组和产品应用端；毗邻杭州综合保税区，为道铭微、玳能、松下等外向型企业提供供应链支撑，构建“研、产、投、用”的一街集聚典型业态。
[bookmark: _Toc163473482][bookmark: _Toc204431494][bookmark: _Toc170200775]（三）“两翼”齐飞
1.下沙片区。依托氩芯、米芯、迦美信芯通讯、必博、灵芯微及光宇元芯等设计企业基础，打造芯片设计研发产业集群，构建技术创新转化承载高地。推动士兰集成、士兰集昕等集成电路芯片制造企业和易纳纬、安费诺飞凤、耕德、富联统合等芯智造终端应用的上下游合作，鼓励重点企业积极培育发展市场需求较大的智能制造设备、智能穿戴设备、智能医疗设备、智能监测设备等生产领域。
2.临江前进片区。临江主攻上游材料端，布局湿电子化学品等半导体材料生产制造，打造电子专用材料专业园区。前进聚焦智能终端制造，结合钱塘区汽车及智能装备产业升级发展需求，大力拓展智能汽车、智能手机、电脑、智能家电等智能芯片终端应用产品生产规模，加强与现有汽车、装备企业的产业协同创新。
[bookmark: _Toc163473483][bookmark: _Toc1548183791][bookmark: _Toc1480213507]（四）“多点”支撑
聚焦集成电路重点项目、重点园区、重点高校、科研平台，为建设“中国芯谷”提供全方位有力支撑。依托浙江省内最大的高教园区，109个省、部级重点学科，43个国家、省部级重点实验室，9大产业平台，携手发展半导体材料、车载芯片、集成电路应用、半导体进出口贸易等相关业务。
[bookmark: _Toc164776058][bookmark: _Toc265728120][bookmark: _Toc222040165]五、重要举措
[bookmark: _Toc107466209]围绕“巩固两个基础、提升三大领域、拓宽多元场景”的发展思路，立足“一核两翼多点”空间布局，以技术创新、区域协同、要素集聚、配套完善等八链融合举措为路径手段，打造标志性项目集聚、创新能力突出、企业实力强劲、产业配套完善、应用场景广泛的“中国芯谷”半导体产业高地。
[bookmark: _Toc1108508220]（一）加强区域协同创新，构建创新链
1.提升关键技术攻关能力
[bookmark: _Toc44920834]要“瞄准事关我国产业、经济和国家安全的若干重点领域及重大任务”的目标，发挥产业核心优势，半导体材料、晶圆制造、装备及零部件等领域开展核心技术攻关，推动集成电路产业链发展从要素驱动转向创新驱动。半导体材料领域，推进衬底、特气、靶材、掩膜、封装、和第三代半导体领域材料技术开发；晶圆制造领域，推进硅基6寸和8寸晶圆制造生产线向12寸、化合物半导体等方向发展，巩固在省级晶圆制造领域的领先地位；半导体设备领域，推动薄膜沉积、离子注入、涂胶显影、量测检测、碾磨加工等领域的技术攻关，打造“浙江制造”集成电路产业集群核心区协同区（责任单位：区经信科技局、区发展改革局、各平台）
2.推动进科技创新平台建设
谋划浙江省集成电路产业技术联盟钱塘分中心，为区内企业提供研发仪器设备共享、EDA工具、MPW芯片流片、半导体中试和技术咨询等服务。强化钱塘“芯智造”联盟作为浙江省集成电路产业技术联盟副理事长单位的联动协调作用，深度参与行业规划编制制定、标准制定、行业交流。以市场为导向，推动形成“政府— 企业— 高校— 科研机构— 人才”密切协作的创新生态圈，探索共建新型研发机构。（责任单位：区经信科技局、钱塘芯谷管理办公室、科学城管理办公室）
3.加快推动科技成果转化
推动集成电路企业和高校、科研机构合作，争取建设市级集成电路概念验证中心，遵循“技术驱动+应用创新”的双重策略，推进射频、功率、信号处理、传感器、模拟、光电领域技术开发。探索“一园一院一基金”校地合作模式，推动建立“风险共担、成果共享、合作共赢”的科技成果转化机制，构建集融智、融资、融商为一体的科创金融体系。（责任单位：区经信科技局、区财政局、区市场监管局、各平台）
[bookmark: _Toc1637078411][bookmark: _Toc359559519]（二）打造钱塘IC生态，夯实产业链
4.梯次培育促企成长
动态更新集成电路领域重点企业清单，围绕“上规、上榜、上市”的阶梯目标，建立“领航型— 跃迁型— 创新性”企业培育体系。引导“领航型”企业建立“一企一方案”的定制化服务机制，推动产业规模的迅速扩大；加大“跃迁型”企业支持力度，挖掘增强产业发展潜力；推动“创新型”企业“规上化”，激发产业创新竞争力。积极扩充小升规入库及“专精特新”储备企业清单，为企业做大做强提供制度保障。（责任单位：区经信科技局、区发展改革局、各平台）
5.提效推进项目建设
紧盯供地项目、技改项目、在库项目，坚持分类施策，加快重大项目建设，推进产业项目早开工、快建设、多产出。紧盯整体增速高、市场前景好，增资扩产需求大的优质企业，按照拿地、供楼（厂房）、原址扩容改造、技改等四个细分类型，加快落地一批、正常推进一批、辅导帮助一批，引导优质存量企业在区内增资扩产。（责任单位：区经信科技局、区发展改革局、市规划资源局钱塘分局、市生态环境局钱塘分局、区行政审批局、各平台、各街道）
6.多措优化招商引资
调研编制《钱塘区集成电路产业技术路线图》，明确产业细分领域和关键环节，制定清晰的发展方向和招引步骤。深化产业生态招商，提升包含产业要素、配套服务、应用场景、创业氛围等多维度的招商软实力，探索产业订单和特色供应链招商，逐步形成精准招商“乘法效应”。深化“以商招商、以企引企”模式，围绕2-3个龙头企业，形成招引一个、吸引一串、落地一批的良好的产业氛围。（责任单位：区商务局、区发展改革局、区经信科技局、大创小镇管理办公室、钱塘芯谷管理办公室）
[bookmark: _Toc1029844617][bookmark: _Toc1349428931]（三）挖掘重整企业供需，延伸供应链
7.引导资源优化配置
做深做实“百场经链”产业生态圈工作，推动上下游资源有效对接，打通区域集成电路产业链内循环。以联盟协作机制构建创新联合体，强化技术研发引领效应，释放创新需求、开放应用场景、搭建共性平台，协同推动重大技术攻关。深化落实产业链采购合作政策，进一步畅通上下游企业的供需合作渠道，形成区内产业资源优化配置。（责任单位：区经信科技局、区发展改革局、各平台）
8.强化重点企业供应
深入实施半导体行业重点企业“白名单”制度，以点带链、以链带面保障重点产业链运转顺畅。推动重点产业链供应链协调平台建设，联动全区、全市乃至全省、全国范围内供应商，协作产业链条共建及企业服务互通。深入调研分析企业供应链运行情况，以原材料及零部件保供、产品运输、市场开拓为着力点，及时跟踪了解重点企业的年度排产计划，提前保障用工、融资等生产要素需求。（责任单位：区经信科技局、大创小镇管理办公室、钱塘芯谷管理办公室）
9.畅通货物交通物流
充分利用综合保税区、自贸区等开放平台的品牌效应，针对半导体产业这一重点领域的进出口业务，提供点对点的专业指导和政策支持，确保供应链的稳定与高效。积极发挥各物流企业的产业协同效应，为有需要的企业提供定制化、快速响应的物流运输服务，以最快速度、最高效率满足市场需求，为地区经济持续健康发展提供有力支撑。（责任单位：区交通运输局、区商务局、综合保税区管理办公室、钱塘芯谷管理办公室）
[bookmark: _Toc559233575][bookmark: _Toc76488284]（四）全生命周期管理，打通数据链
10.实现项目全生命周期管理
完善项目“招引落地— 跟踪建设— 保障服务— 运行反馈”的全生命周期管理模式。落实《全生命周期管理工作推进机制》与《全生命周期管理项目责任机制》，发挥分析研判作用，支撑项目管理配套准确、精细、及时的定向服务，实时分析并更新指标结果，监测预警精准推送模式，形成地区全覆盖、项目全集成、数据全贯通数据管理。（责任单位：区发展改革局、区经信科技局、各平台、各街道）
11.推动企业数字化提级
以半导体产业未来工厂建设为核心抓手，充分发挥大型企业数字化转型的引领和示范作用，通过构建智能工厂和数字化车间，实现生产流程的自动化、信息化和智能化。大力推动工业互联网的普及与应用，促进各类生产要素如数据、设备、人才等的高效流通与精准匹配，实现生产资源的泛在连接、柔性供给和优化配置，进而提高资源配置效率和产业链协同水平。（责任单位：区经信科技局、各平台、各街道）
12.发挥数据要素核心价值
有序推动域内企业数据要素流通，以数据流引领技术流、物质流、资金流、人才流，提升数据服务实体经济的效能。鼓励龙头企业构建多元开放融合服务平台，面向中小企业提供研发设计、流片服务、检验检测、供应链管理、智能制造等服务，推动产业链上下游企业间数据互联互通，实现协同发展。支持发展一批面向细分行业应用场景的数字化解决方案供应商，打造一批可复制、可推广的数字化转型典型案例，以示范带动效应，引导更多企业参与数字化转型。（责任单位：区政府办公室（区数据资源管理服务中心）、各平台、各街道）
[bookmark: _Toc71819426][bookmark: _Toc1328523126]（五）深谋金融赋能，优化资金链
[bookmark: _Toc44920846]13.充分利用国家集成电路产业大基金
主动谋划与国家集成电路产业基金的沟通与合作，举精准推介具有核心技术、市场潜力和发展前景的优质项目，争取基金的直接注资或间接支持。积极组织企业及科研单位申报国家重大关键技术研发、重大产业创新发展工程、重大应用示范工程、创新能力建设、工业转型升级专项等，争取大基金的关注和支持。（责任单位：区财政局、区经信科技局、大创小镇管理办公室、钱塘芯谷管理办公室、区产业集团）
[bookmark: _Toc44920847]14.营建钱塘集成电路基金投资生态
坚持政府引导、市场主导、多元合作相结合，发挥钱塘产业基金的引领作用，引入国内知名投资机构，加强沟通合作，精准推荐优质项目，引导合作基金投资钱塘集成电路产业。发挥创新成长直投基金和定向基金的主导作用，精准投资集成电路细分领域的头部企业，形成产业链带动作用。加强省市区联动，挖掘投资规模大、科技含量高、产业带动性强的优质芯片产业链项目，支持重点产业化项目、领军型创新团队在平台内落地。（责任单位：区财政局、区产业集团、大创小镇管理办公室、钱塘芯谷管理办公室）
[bookmark: _Toc44920848]15.加快推动科技金融创新
大力推广“企业创新贷”，引导金融资源向专精特新、科技创新领域精准配置创新金融服务。鼓励商业银行加大金融创新力度，积极推动知识产权质押融资、专精特新担保贷等创新金融产品增量扩面。发挥市融担集团城东担保中心作用，加强对科技型企业的政策性融资担保支持，完善科技型企业“投贷担”联动机制。（责任单位：区财政局、区经信科技局、区市场监管局、大创小镇管理办公室、钱塘芯谷管理办公室、区产业集团）
[bookmark: _Toc1282919257][bookmark: _Toc2114450800]（六）增值化政务指导，拓展服务链
16.精准化企业服务
牢牢把握企业满意度的根本目标，围绕“招引落地、建设推进、生产增效”企业全生命周期，提供企业服务一站式保障、全流程代办。深化一对一的服务专员全覆盖模式，及时响应企业需求和持续做好专项服务，实现问题处理流转全链条环节的持续跟踪和闭环销号。依托亲清钱塘、企服新干线等亲商助企平台，数字赋能企业服务精准高效便捷。（责任单位：区政务服务中心（区企业综合服务中心）、钱塘芯谷管理办公室）
17.增值化政务服务
发挥钱塘区企业政务服务的特色优势，做好企业增值服务项目准入、审批服务、人才科创、金融政策、产业链、党建法治、开放服务、兜底服务八大板块。完善工业项目开工“一类事”、子女入学“一类事”、校企合作“一类事”、金融合作“一类事”、政策解读“一类事”等政务指引，优化补缺项目“窗口指导”、产业链项目合作等特色板块，为企业提供个性化的定制增值服务。（责任单位：区政务服务中心（区企业综合服务中心）、钱塘芯谷管理办公室）
18.协同化产业服务
加大对生产性服务业培育和赋能，大力发展科技成果转移转化、检测认证、知识产权质押、节能环保等生产性服务。加强与各地创新平台互动，协同各类产业园区做优做强众创空间、生产力促进中心、企业孵化器和加速器等创新载体。引导集群面向中小企业探索建设协同采购、制造、营销等共享平台，为中小企业提供孵化、市场开拓、供应链管理等支持，促进大中小企业融通发展。（责任单位：区经信科技局、区发展改革局、区商务局）
[bookmark: _Toc1021213366][bookmark: _Toc568248780]（七）引才育才用才，提升人才链
[bookmark: _Toc44920842]19.加快引进海内外领军人才团队
放眼全球，瞄准集成电路先进地域，着力引进一批具有国际视野和创新能力集成电路领军人才，在人才项目申报、评审等环节给予优先考虑和重点支持。鼓励项目团队与本土高等院校、龙头公司开展深度合作，共同解决产业发展的关键共性问题，建立产业发展战略联盟，形成协同创新的良好生态。（责任单位：区委组织部、区经信科技局、区人力社保局、钱塘芯谷管理办公室）
[bookmark: _Toc44920843]20.加强培育本地化高素质人才
加强与浙江大学、杭州电子科技大学等本地高校院所合作，探索“产教融合+校企双导”育才模式，创建面向产业需求的创新型、复合型“人才蓄水池”。加强专业技能人才的继续教育，持续提高技术工人的专业能力与职业素质，积极支持技术工人参加各级各类职业技能大赛。（责任单位：区人力社保局、钱塘芯谷管理办公室、钱塘科学城管理办公室）
[bookmark: _Toc44920844]21.完善集成电路人才队伍建设
以半导体产业人才评价制度的落地为契机，分层分类的系统化囊括产业人才，进一步夯实半导体产业发展的人才支撑。引导集群企业参与制造业人才支持计划、卓越工程师教育培养计划等国家重大人才工程项目，推进新型产业技术人才队伍建设。（责任单位：区委组织部、区经信科技局、区人力社保局、钱塘芯谷管理办公室）
[bookmark: _Toc1746731705][bookmark: _Toc455542035]（八）围绕要素环节，保障配套链
22.推进市政配套管网升级
按照“统筹规划、有序推进、适度超前”的原则，高标准完善区内范围内供水、雨污水、电力、通信、燃气、供热等市政配套管网工程改造升级，构建综合立体、功能配套、安全高效的现代化基础设施体系。根据区域开发规划，超前推进新开发区域道路及市政配套管网延伸建设，提升基础设施管网承载力和安全性。（责任单位：区住建局、市规划资源局钱塘分局、钱塘芯谷管理办公室）
23.推出百万专业载体，解决空间卡点
打造专业化、特色化园区空间，重点瞄准芯片设计、半导体材料、设备及终端应用等要素需求较小、产出效益明显的细分赛道，同时兼顾半导体相关的设备制造、智能制造等多赛道，开展园区载体招商。进一步深化低效用地提质增效，在持续推动产业规划与空间规划深度融合，提高产业集聚度的基础上，积极引进市内区外、西企东迁、西企东扩项目，储备足够的可用工业用地。（责任单位：市规划资源局钱塘分局、区住建局、钱塘芯谷管理办公室、区建投集团、区产业集团、区城发集团）
[bookmark: _Toc44920835]24.做强集成电路检验检测服务平台
以创一流国家级检验检测高技术服务业集聚区为目标，坚持走“高起点、创特色、求卓越”的发展之路，以半导体等检验检测服务为特色，加快集聚国内外优质检验检测资源、机构、企业。加强公共技术服务平台建设，鼓励检验检测机构组建技术联盟。加强检验检测技术创新、管理创新和运行模式创新，发展新型检验检测服务业态。（责任单位：区市场监管局、区经信科技局、大创小镇管理办公室、钱塘芯谷管理办公室）
[bookmark: _Toc164776064][bookmark: _Toc163469623][bookmark: _Toc885274994][bookmark: _Toc1435470050][bookmark: _GoBack]六、实施保障
发挥省、市、区多级合作共建引领作用，全力争取部委支持，全面加大规划实施保障力度，加快建立强有力的组织领导体系、政务服务体系、绩效评估体系，推动“中国芯谷”规划落深、落细、落实，推动钱塘区半导体走向全国。
[bookmark: _Toc164776065][bookmark: _Toc1193868529][bookmark: _Toc163469624][bookmark: _Toc629856338]（一）组织领导机制
加强部、省、市、区四级联动，全力支持中国芯谷发展，调整优化组织领导机制。一是争取部、省支持，力争共建协调决策机构，部委相关司局、浙江省相关省直单位及部门，负责协调中国芯谷合作需要国家、省级层面支持的相关事宜。二是争取杭州市集成电路工作专班、市发改部门支持，争取市级层面将中国芯谷的建设纳入工作专班重要事项。三是区级层面成立工作专班，以钱塘芯谷为核心，涵盖发改、经信、商务、住建、统计等一众部门及各大产业平台，全面领导平台规划建设、招商引资、项目推进、企业服务、联动创新、综合管理等工作，负责对“中国芯谷”建设中重大问题、重大规划、重大项目进行决策部署。四是成立专家智库，邀请国内外院士、专家、学者、企业等担任专家顾问，负责技术顾问和战略决策指导，推进国际国内交流与合作。
（二）营商环境优化
深化国家首批营商环境创新试点建设，构建最优营商环境。聚焦全天候、全区域、全生命周期政务服务新生态，深入实施营商环境优化提升“一号改革工程”，围绕企业关切问题，构建“一个码、一清单、一类事”政务服务体系，针对产业全链条特色需求, 强化“个性+专业”产业链服务，打造线上线下政务综合服务中心，推动惠企政策“免申即享”“即申即享”，构建整体智治的政务服务新模式。加快“便捷服务”向“增值服务”迭代升级，围绕企业全周期、产业全链条，提供政策、人才、金融、科创等集成服务。优化企业投资和建设项目审批服务，推进项目全生命周期管理。推行企业市内跨区迁移“一件事”，实现全流程线上办理。
（三）绩效动态评估
根据“中国芯谷”建设推进需要，对专项工作组成员单位和工作职责，以及各单位任务清单和责任清单实施动态调整。制定完善半导体产业统计监测指标体系，进一步优化相关数据报送流程，做到应统尽统，加强指标体系运行监测和预警分析。通过组织专项督查、专题会议、第三方评估等方式，加强对“中国芯谷”建设推进情况的动态评估，客观评价“中国芯谷”建设推进成效，及时解决有关重大问题。
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